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(54)     다  열 산 

(57)  약

 들 ,  1 열 산  ,  1 지지 ,   2 열 산   포 는 다  열 산 

공 다.   1 열 산    1 산     2 산   포 다.   1 지지 는  1 지

지    2 지지  포 다.   1 지지   1 지지   1 열 산   2 산  
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에 커 링 다.   2 열 산    3 산     4 산   포 다.   2 열 산  

  3 산    1 지지   2 지지 에 커 링 다.   들에 ,  1 지지 는 열

 도  착  다.   들에 ,  1 열 산    1 열 도  가지 ,  1 지지

는  2 열 도  갖는다.
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청

청  1 

다  열 산(dissipating) ,

 1 산     2 산   포 는  1 열 산  ; 

 1 지지    2 지지  포 는  1 지지  ― 상   1 지지  상   1 지지 

 상   1 열 산   상   2 산  에 커 링  ―;  

 3 산     4 산   포 는  2 열 산   포 고, 

상   2 열 산   상   3 산   상   1 지지  상   2 지지 에 커 링 , 

상   1 열 산  과 상   2 열 산  사  그리고 상   1 지지 에  어도 

러싸  역 내에 갭  고,

상   1 열 산    1 열 도  갖고, 그리고 상   1 지지 는 상   1 열 도 보다 

  2 열 도  갖는, 다  열 산 .

청  2 

삭

청  3 

 1 에 어 , 

상   1 지지 는 열  도  착   포 는, 다  열 산 .

청  4 

 1 에 어 ,

상   1 지지 는 열  도  착   통  상   1 열 산  에 커 링 는, 다  열 

산 .

청  5 

 1 에 어 ,

 3 지지    4 지지  포 는  2 지지  ― 상   2 지지  상   3 지지 

 상   2 열 산   상   4 산  에 커 링  ―;  

 5 산     6 산   포 는  3 열 산    포 고,

상   3 열 산   상   5 산   상   2 지지  상   4 지지 에 커 링 는,

다  열 산 .

청  6 

 5 에 어 , 

상   1 지지 는  1 크  갖고, 그리고 상   2 지지 는 상   1 크 보다 큰  2 크

갖는, 다  열 산 .

청  7 

 5 에 어 , 
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상   2 열 산    3 열 도  갖고, 그리고 상   2 지지 는 상   3 열 도 보다 

  4 열 도  갖는, 다  열 산 .

청  8 

 1 에 어 , 

상   1 열 산   상   1 산   열 생 역 또는 열  생시키도   역  어

도 나에 커 링 는, 다  열 산 .

청  9 

 1 에 어 , 

상   1 열 산    1 트  들  포 는, 다  열 산 .

청  10 

 1 에 어 , 

상   1 열 산   상   1 산  , 어도 나  열 생 컴포 트 또는   열  

생시키도   컴포 트  어도 나에 커 링 는, 다  열 산 .

청  11 

 1 에 어 , 

상   1 열 산   열   재료  통  열 생 컴포 트에 커 링 는, 다  열 산 

.

청  12 

 1 에 어 , 

상   2 열 산   상   2     1  내  에 커 링 는, 다  열 

산 .

청  13 

 1 에 어 , 

상  다  열 산 는, 직 어, 비  어, 엔 트 닛, 내비게  , 통

신 ,  ,  폰, 마트폰, 개  보 단말 (personal digital assistant), 고

  단말, 블릿 컴퓨 , 또는 랩톱 컴퓨   어도 나에 통 는, 다  열 산 .

청  14 

,

열  산시키    1 열 산 단; 

상   1 열 산 단에 커 링 는  1 지지 단; 

열  산시키    2 열 산 단  포 고,

상   2 열 산 단  상   1 지지 단에 커 링 ,

상   1 열 산 단과 상   2 열 산 단 사  그리고 상   1 지지 단에  어도 

 러싸  역 내에 갭  고,

상   1 열 산 단   1 열 도  갖고, 그리고 상   1 지지 단  상   1 열 도 보다 

  2 열 도  갖는, .

청  15 
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삭

청  16 

 14 에 어 , 

상   1 지지 단  열  도  착  단  통  상   1 열 산 단에 커 링 는, .

청  17 

 14 에 어 ,

상   2 열 산 단에 커 링 는  2 지지 단; 

열  산시키    3 열 산 단   포 고, 

상   3 열 산 단  상   2 지지 단에 커 링 는, .

청  18 

 14 에 어 , 

상   1 열 산 단  열 생 역 또는 열  생시키도   역  어도 나에 커 링 는, 

.

청  19 

 18 에 어 , 

상  열 생 역  통  키지(integrated package)  포 는, .

청  20 

 14 에 어 , 

상   2 열 산 단     1  내  에 커 링 는, .

청  21 

 14 에 어 , 

상  는, 직 어, 비  어, 엔 트 닛, 내비게  , 통신 , 

 ,  폰, 마트폰, 개  보 단말 (personal digital assistant), 고   단말, 블

릿 컴퓨 , 또는 랩톱 컴퓨   어도 나에 통 는, .

청  22 

, 

열  생시키도   역 ― 상  역  통   포  ―;

 1 산     2 산   포 는  1 열 산   ― 상   1 열 산   상   1

산   상  역에 커 링  ―; 

 1 지지    2 지지  포 는  1 지지  ― 상   1 지지  상   1 지지 

 상   1 열 산   상   2 산  에 커 링  ―;  

 3 산     4 산   포 는  2 열 산   포 고,

상   2 열 산   상   3 산   상   1 지지  상   2 지지 에 커 링 ,

상   1 열 산  과 상   2 열 산  사  그리고 상   1 지지 에  어도 

러싸  역 내에 갭  고,

상   1 열 산    1 열 도  갖고, 그리고 상   1 지지 는 상   1 열 도 보다 

  2 열 도  갖는, .
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청  23 

 22 에 어 , 

    포 고, 상     상   2 열 산   상   4 산  

에 커 링 는, .

청  24 

 22 에 어 , 

 3 지지    4 지지  포 는  2 지지  ― 상   2 지지  상   3 지지 

 상   2 열 산   상   4 산  에 커 링  ―; 

 5 산     6 산   포 는  3 열 산   ― 상   3 열 산   상   5

산   상   2 지지  상   4 지지 에 커 링  ―;  

    포 고,

상     상   3 열 산   상   6 산  에 커 링 는, .

청  25 

삭

청  26 

 22 에 어 , 

상   1 열 산   상   1 산   상  통  에 커 링 는, .

청  27 

 22 에 어 , 

상  역  쇄  보드(PCB:printed circuit board)  포 는, .

청  28 

 22 에 어 , 

상  는, 직 어, 비  어, 엔 트 닛, 내비게  , 통신 ,

 ,  폰, 마트폰, 개  보 단말 (personal digital assistant), 고   단말,

블릿 컴퓨 , 또는 랩톱 컴퓨   어도 나에 통 는, .

청  29 

삭

 

   야

 원들  상  참[0001]

[0001] 본 원  2014  3월 20  미  특허  상 청에 원  미  가특허 원  14/221,171  우[0002]

 그리고   청 ,  가특허 원  체 내  에  본원에 포 다. 

[0002] 다양  특징들     다  열 산 에  것 다.[0003]

 경  

[0003]  들  열  생시키는 내  컴포 트들  포 다.  들 내  컴포 트들  는[0004]

CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit) /또는 리  포 다.  내  컴포 트들
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 는 많  열  생시킬  다.  특 게,   고 능  CPU /또는 GPU는, 특  

 집약  동 들 (  들어, 게 들, 비  싱)    다량  열  생시킬  다.

[0004] CPU /또는 GPU에  생  열  산시키거나 에 (counter)  ,  는 열[0005]

산 , 컨  열 산 (heat spreader)  포   다.  도 1-3 , 에  생  열  산시

키   열 산  포 는    시 다.  도 1  도 2에 도시  것처럼,  

(100)는 (102), 후  (200), 다 (202),  열 산 (204)  포 다.  다 (202) 

열 산 (204)( 들  다 들  도시 )는,  (100) 내 에 다.  다 (202)는 열 산

(204)   1 에 커 링 다.  열 산 (204)   2  후  (200)   1 (  들어,

내  )에 커 링 다.

[0005] 도 3  열 산 (204)  포 는  (100)  도(profile view)  시 다.  도[0006]

3에 도시  것처럼,  (100)는 (102), 후  (200),  (300), 닥  

(302),   상단  (304)  포 다.   도  3  또 ,   (100)  내  쇄   보드

(PCB)(306), 다 (202)  열 산 (204)  시 다.

[0006] 도 3에 가  도시  것처럼, 다 (202)   1  PCB(306)   1 에 커 링 다.  다 (20[0007]

2)   2  열 산 (204)   1 에 커 링 다.  열 산 (204)   2  후  (200)

 1 (  들어, 내  )에 커 링 다.   에 , 다 (202)에  생  거  든 열  

  후  (200)  열 산 (204)  통  산 다.  다  경우들에 , 는, 후  

(200)    고 는 사 (  들어, 사람)에게 편안  주거나 그리고/또는 사 가 

가능  것보다   도 지 가열 게  것 다.   경우들에 ,   후  (200)

 도는  (100)  고 그리고/또는 고 는 사 가 상    도  상당

 뜨거워질  다.

[0007] 라 ,  (  들어,  )  열   산시키 , 동시에[0008]

  사 에게 허 가능  계 내에      도  지   개

   계에   재 다.

 내

[0008] 본원에  다양    들    다  열 산  공 다.[0009]

[0009]  1 는,  1 열 산  ,  1 지지 ,   2 열 산   포 는 다  열 산 [0010]

 공 다.   1 열 산    1 산     2 산   포 다.   1 지지 는

 1 지지    2 지지  포 다.   1 지지   1 지지   1 열 산   2 

산  에 커 링 다.   2 열 산    3 산     4 산   포 다.   2 열

산    3 산    1 지지   2 지지 에 커 링 다.  양상에 라,  1 열 산

   1 열 도  가지 ,  1 지지 는  1 열 도 보다   2 열 도  갖는다.

[0010]  양상에 라,  1 지지 는 열  도  착   포 다.[0011]

[0011] 양상에 라,  1 지지 는 열  도  착   통   1 열 산  에 커 링 다.[0012]

[0012]  양상에 라, 다  열 산 는, (i)   3 지지 과  4 지지  포 는  2 지[0013]

지  ―  2 지지   3 지지   2 열 산   4 산  에 커 링 ―,  (ii)  5

산     6 산   포 는  3 열 산    포 ,  3 열 산    5 

산    2 지지   4 지지 에 커 링 다.   들에 ,  1 지지 는  1 크

가지   2 지지 는  1 크 보다 큰  2 크  갖는다.   들에 ,  2 열 산    3

열 도  가지 ,  2 지지 는  3 열 도 보다   4 열 도  갖는다.

[0013] 양상에 라,  1 열 산    1  열 생 역 /또는 열  생시키도   역[0014]

에 커 링 다.

[0014]  양상에 라,  1 열 산    1 트  들  포 다.[0015]

[0015] 양상에 라,  1 열 산    1  어도 나  열 생 컴포 트 /또는  [0016]

열  생시키도   컴포 트에 커 링 다.
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[0016]  양상에 라,  1 열 산  ,  1 지지 ,   2 열 산   께 커 링 어 다[0017]

열 산 에 갭  고 다.

[0017] 양상에 라,  1 열 산   열   재료  통  열 생 컴포 트에 커 링 다.[0018]

[0018]  양상에 라,  2 열 산    2     1  내  에 커 링[0019]

다.

[0019] 양상에 라, 다  열 산 는 직 어, 비  어, 엔 트 닛, 내비게[0020]

 ,  통신 ,  ,   폰, 마트폰, 개  보 단말 (personal digital

assistant), 고   단말, 블릿 컴퓨  /또는 랩톱 컴퓨   어도 나에 통 다.

[0020]  2 는, (i) 열  산시키    1 열 산 단, (ii)  1 열 산 단에 커 링 는  1[0021]

지지 단,  (iii) 열  산시키    2 열 산 단  포 는  공 ,  2 열 산 단

  1 지지 단에 커 링 다.

[0021] 양상에 라,  1 열 산 단   1 열 도  가지 ,  1 지지 단   1 열 도 보다 [0022]

  2 열 도  갖는다.

[0022]  양상에 라,  1 지지 단  열  도  착  단  통   1 열 산 단에 커 링[0023]

다.

[0023] 양상에 라, 는, (i)  2 열 산 단에 커 링   2 지지 단, (ii)  열  산시키  [0024]

  3 열 산 단  포 ,  3 열 산 단   2 지지 단에 커 링 다.

[0024]  양상에 라,  1 열 산 단  열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링[0025]

다.   들에 , 열  생시키도   역  통  키지(integrated package)  포 다.

[0025] 양상에 라,  2 열 산 단     1  내  에 커 링 다.[0026]

[0026]  양상에 라, 는 직 어, 비  어, 엔 트 닛, 내비게  ,[0027]

통신 ,  ,  폰, 마트폰, 개  보 단말 (personal digital assistant), 고

  단말, 블릿 컴퓨  /또는 랩톱 컴퓨   어도 나에 통 다.

[0027]  3  는 열  생시키도   역  포 는  공 다.  역  통  [0028]

(integrated device)  포 다.  는  1 산     2 산   포 는  1 열 산

  포 ,  1 열 산    1 산   역에 커 링 다.

[0028] 는  1 지지    2 지지  포 는  1 지지  포 , 여   1 지[0029]

지   1 지지   1 열 산   2 산  에 커 링 다.  는  3 산  

  4 산   포 는  2 열 산   포 , 여   2 열 산    3 산  

  1 지지   2 지지 에 커 링 다.

[0029] 양상에 라, 는     포 , 여      2 열 [0030]

산   4 산  에 커 링 다.

[0030]  양상에 라, 는  3 지지    4 지지  포 는  2 지지   포[0031]

, 여   2 지지   3 지지   2 열 산   4 산  에 커 링 다.  

는  5 산     6 산   포 는  3 열 산    포 , 여   3 열 산

   5 산    2 지지   4 지지 에 커 링 다.  는 또   

 포 , 여      3 열 산   6 산  에 커 링 다.

[0031] 양상에 라,  1 열 산    1 열 도  가지 ,  1 지지 는  1 열 도 보다 [0032]

  2 열 도  갖는다.

[0032]  양상에 라,  1 열 산    1 산   통  에 커 링 다.[0033]

[0033] 양상에 라, 역  쇄  보드(PCB:printed circuit board)  포 다.[0034]

[0034]  양상에 라, 는 직 어, 비  어, 엔 트 닛, 내비게  [0035]

, 통신 ,  ,  폰, 마트폰, 개  보 단말 (personal digital assistant),
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고   단말, 블릿 컴퓨  /또는 랩톱 컴퓨   어도 나에 통 다.

도  간단  

[0035] 다양  특징들, 특   들  도 들과 께 취   아래  상   질[0036]

것 , 도 들에  동  참  들  에 걸쳐 게 식별 다.  

[0036] 도 1    도  시 다.

[0037] 도 2는 열 산  포 는   후 도  시 다.

[0038] 도 3  열 산  포 는   도  시 다.

[0039] 도 4는  1 포지 에 다  열 산  포 는   도  시 다.

[0040] 도 5는  2 포지 에 다  열 산  포 는   도  시 다.

[0041] 도 6  다  열 산 에 커 링  통   도  시 다.

[0042] 도 7  통    다  열 산  도  시 다.

[0043] 도 8  다  열 산 에 커 링  2개  통  들  도  시 다.

[0044] 도 9  2개  통  들  다  열 산  도  시 다.

[0045] 도 10  다  열 산  지지   시 다.

[0046] 도 11  다  열 산  지지  또 다   시 다.

[0047] 도 12는 다  열 산  지지  또 다   시 다.

[0048] 도 13  다  열 산  지지  또 다   시 다.

[0049] 도 14는 다  열 산  지지   시 다.

[0050] 도 15는  1 포지 에 또 다  다  열 산  포 는   도  

시 다.

[0051] 도 16   2 포지 에 또 다  다  열 산  포 는   도  

시 다.

[0052] 도 17  다  열 산 에 커 링  또 다  통   도  시 다.

[0053] 도 18  통    다  열 산  도  시 다.

[0054] 도 19는 다  열 산 에 커 링  2개  통  들  도  시 다.

[0055] 도 20  2개  통  들  다  열 산  도  시 다.

[0056] 도 21  다  열 산  립    도  시 다.

[0057] 도 22는 열 산 가 없는   도  시 다.

[0058] 도 23    래  열 산  도  시 다.

[0059] 도 24는   다  열 산  도  시 다.

[0060] 도 25는 라미드  갖는 다  열 산  시 다.

[0061] 도 26  들  포 는 다  열 산  열 산   시 다.

[0062] 도 27  본원에  도체 , 통  , 다 , 집  , PCB /또는 다  열 산

 통   는 다양   들  시 다.

 실시   체  내

[0063]  에 , 특  사 들  본 개시내  다양  양상들    공   시[0037]

다.  그러나, 양상들  들 특  사 들 없  실시   다는 것  당업 들에게  것 다.  

등록특허 10-1751914

- 9 -



 들어, 들   사 들에  양상들  지는 것  지   블 도  도시 거나 또

는 도시 지 않  도 다.  다  시들에 ,  알 진 들, 들  들  본 개시내  양상들

 지지 않도  상  도시 지 않  도 다.

개[0038]

[0064] 본 개시내   시  실시 들 ,  1 열 산  ,  1 지지 ,   2 열 산  [0039]

포 는 다  열 산 에  것 다.   1 열 산    1 산     2 산  

 포 다.   1 지지 는  1 지지    2 지지  포 다.   1 지지   1 지지

  1 열 산   2 산  에 커 링 다.   2 열 산    3 산     4 

산   포 다.   2 열 산    3 산    1 지지   2 지지 에 커 링

다.   들에 ,  1 지지 는 열  도  착  다.   들에 ,  1 열 산

  1 열 도  가지 ,  1 지지 는  1 열 도 보다   2 열 도  갖는다.   

들에 ,  1 열 산    1  열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링

다.   들에 , 열 생 역 /또는 열  생시키도   역  어도 통  키지, 다 , 다

 키지, SoC(system-on-chip) /또는 PCB(printed circuit board)  나  포 다.   들에 ,

 2 열 산    2   (  들어,  )   1  내  에 커

링 다.

시  다  열 산 [0040]

[0065] 도 4는 (402),  (404), 후  (406), 닥  (408), 상단  (410)[0041]

포 는   (400)(  들어,   )  시 다.    (400)는  또

PCB(printed circuit board)(420), 통  (422)(  들어, , 다 , 다  키지),  다  열 산

(430)(  들어, 열 산 )  포 다.

[0066] 특 , 도 4는  (400)  후  (406)  상단  (410)과 리  는 다[0042]

 열 산 (430)  시 다.   들에 , 다  열 산 는  (400)  후

 (406)  /또는 상단  (410)  근처에(  들어, 아주 가 에)   지만,   

(400)  후  (406) /또는 상단  (410)과는 리  지 않는다.  러  는 도 5에

가   것 다.

[0067] 다시 도 4  참 ,  들에 , 통  (422)는 열 생 컴포 트, 열 생 역 /또는[0043]

 (400)에  열  생시키도   역  다.   들에 , PCB(420)는 열 생 컴

포 트, 열 생 역 /또는  (400)에  열  생시키도   역  다.

[0068] PCB(420)는  1    1 과 는  2  갖는다.  통  (422)는  1 [0044]

  1  과 는  2   갖는다.  도 4에 도시  것처럼, 통  (422)   1  

PCB(420)   2 에 커 링 다.

[0069] 다  열 산 (430)는  1 열 산  (432),  1 지지 (433),   2 열 산  [0045]

(434)  포 다.   1 열 산  (432)   1    1 과 는  2  갖는다.   1

지지 (433)는  1    1 과 는  2  갖는다.   2 열 산  (434)   1 

   1 과 는  2  갖는다.

[0070]  1 열 산  (432)   2   1 지지 (433)   1 에 커 링 다.   1 지지 [0046]

(433)   2   2 열 산  (434)   1 에 커 링 다.   들에 ,  1 지지 

(433)는 열  도  착  다.  

[0071] 도 4에 도시  것처럼,  1 열 산  (432)   1  통  (422)(  들어, 통  [0047]

(422)   2 )에 커 링 다.   들에 ,  1 열 산  (432)  열   재료

(  들어, 열  도  착 )  통  통  (422)에 커 링 다.   들에 ,  1 열

산  (432)   1  열 생 역 /또는 열  생시키도   역(통  (422)  포

)에 커 링 다.  가 ,  2 열 산  (434)   2   (400)  후  (406)

 1 (  들어, 내  )에 커 링 다.   들에 ,  1 열 산  (432)   /또는 

2 열 산  (434)  는  (400)  상단  (410)   1 (  들어, 내  )에
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커 링(  들어, )   다.

[0072] 도 4에 가  도시  것처럼, 다  열 산 (430)는, 열 생 역 /또는 열  생시키도[0048]

  역(  들어, 통  (422)  포 는 역)  열  열 산 (430)

 그리고 직  산시키는 식  다.  , 열 생 역 /또는 열  생시키도

 역  열   1 열 산  (432)   2 열 산  (434)   (400)

내  역   산   다.   들에 , 열 생 역 /또는 열  생시키도  

역  열  또  상단  (410)  통  산   다.  열 생 역 /또는 열  생시키도

 역  열  또  후  (406)  통  산   다.

[0073] , 도 4에 도시  것처럼, 다  열 산 (430)는, 체 (또는 주 )  [0049]

(400)  후  (406)  통 는 신, 상  들 /또는 들  통  열  산  산시키도  

다.  , 그 지 않  경우 후  (406)  통  산 었  열  는   (400)

내  그리고/또는   상단  (410)  통   산 다( 에 라, (406)상에

  폿 크 도(hot spot peak temperature)가 감 다).  게 ,  (400)  후

 (406)  도 계 (  들어,  (400)  사 에게 편안  주거나 가능  도

계 )보다  도에 도달 는 것  지 /또는 감 다.

[0074]  들에 , 열 산 (430) ,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0050]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 ( /또는 착

 재료들)에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산   가짐  달   다.

 들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산    열 도  값과 지지 

 낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.  열 도  값들  들  아래에  가  

것 다.

[0075] 낮  열 도  갖는 지지 는  열 도  갖는 열 산  보다 큰 열 도   [0051]

공 다.  지지 에   열 도   열  열 산   통  실질  사라지거나 산 도

가압 거나 다.  라 , 열 생 역 /또는 열  생시키도   역  열  열 산

  통  실질  그리고  산 다.   들에 , 낮  열 도  갖는 지지 는,

본질 , 열에  직 열  공 , 는 실질  열 생 역 /또는 열  생시키도  

 역(  들어, 집   포 는 역)  생 는 열     차폐

다.

[0076] 가 ,  들에 는 열 산  들 사 에 갭들(  들어, 에어 갭들, 진공)  재 , [0052]

는 가  다  열 산 에  직 열 달 감  돕는다.   들에 , 갭   1 열 산

(432), 지지 (433),   2 열 산  (434)  러  볼  또는 역내에 다.

[0077] 상  들   1 열 산  (432),  1 지지 (433),   2 열 산  (434)에  동[0053]

 또는 상  재료들    다.   들어,  1 열 산  (432),  1 지지 (433),  

2 열 산  (434)는 어도 , 탄 , 그래 트 /또는 알루미늄  나  포 는 재료  만들어질

 다.   들에 ,  1 열 산  (432)   1 열 도  값  갖고,  1 지지 (433)는  2

열 도  값  갖고,  2 열 산  (434)   3 열 도  값  갖는다.  특  재료에  특  열 도

 값  특  재료가 열  얼마나  도 는지 또는 얼마나  도 지 못 는지  량 다.

[0078]  들에 ,  1 지지 (433)  재료, 상 /또는 열 도  값 , 열 생 역 /또는[0054]

열  생시키도   역(  들어, 통  (422)  포 는 역)  열  주   1 열

산  (432)  통  산 도  택 다.   들에 ,  1 지지 (433)는 열 생 역 /또는

열  생시키도   역  열  열 (  들어, 열 산  직 열 )  공

도  , 는  1 열 산  (432)  통   많  열  산 게(  들어,  열   많

 산 게)  것 다.

[0079] 직 열  공 는  근 식  열 산  직 열  시키는 통상  근[0055]

식들에 직  상 다.   들에 ,  1 지지 (433)   2 열 도   1 열 산

(432)   1 열 도 보다 다.   1 지지 (433)가 없는 것보다는 지만, 열   2 열 산  
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(434)  후  (406)  통  여  산    주 어야 다.  지지 들에  상  

상들  들  도 10-14에  가    시 다.

[0080]  들에 ,  1 지지 (433)는 착  재료(  들어, 열  도  착  )  통[0056]

  1 열 산  (432)에 커 링 다.  사 게,  들에 ,  1 지지 (433)는 착  재료(

 들어, 열  도  착  )  통   2 열 산  (434)에 커 링 다.  상  들   1

지지 (433) /또는 착  재료에  상  재료들  사   다.   1 지지 (433) /또는

착  재료(  들어, 열  도  착  )에  재료들  들  에폭시 또는 다공  재료(

들어, 에어 갭들  갖는 재료)  포 다.

[0081]  들에 ,  1 지지 (433) /또는 착  재료는, 열 산 (430)  직 [0057]

 열 도량  시키고 열 산 (430)   열 도  시키  다  열 산

(430)에  계  지지  공 도  다.  열 산  에 지지  커 링   나

또는 그 과  착  재료들  사  도 4  다  열 산 (430)  지 않는다.   들

에 , 착  재료들  본 개시내 에  는  다  열 산  열 산 에 지지 

커 링 는  사   다.

[0082] 다  열 산 (430)는  1 ,  2    3  갖는다.   들에 ,[0058]

 1  다  열 산  , 는 Z-    다.   들에 , Z-

직 다.   들에 , 직  열 산  (들)  지지  (  들어, 직 ) 트래

싱 는 다  열 산 (430)  는 다.   들에 , 직  가  큰  갖

는 열 산  에 직  또는 직  다.   들에 , 직  통  (  들어,

다 , ) /또는 PCB(printed circuit board)  상단 에 직 또는 직 다.

[0083]  들에 ,  2  다  열 산  , 는 Y-    다.  [0059]

 들에 , Y-  다.   들에 ,  2  다  열 산  경 , 

는 Y-    다.

[0084]  들에 ,  3  다  열 산  폭 , 는 X-    다.  [0060]

들에 , X-  다.

[0085] 다  열 산 들에  X, Y, Z 들 /또는 들  들  어도 도 7, 9, 18  20[0061]

에 도시 다.                                                

[0086] 약에 , 도 4는  1 열 산 단(  들어,  1 열 산  (432)),  1 지지 단(  들어,[0062]

 1 지지 (433)),   2 열 산 단(  들어,  2 열 산  (434))  포 는 (  들어,

다  열 산 (430),  (400))   시 다.   들에 , 열 산 단  어

도 나는  열 도  값  갖는다.   들에 , 지지 단  어도 나는 낮  열 도  값

갖는다.   그리고 낮  열 도  값들  들  아래에  가   것 다.

시  재료들  열 도  값들[0063]

[0087] 상  들  지지 들, 열 산  들, 열   들 /또는 착  재료들(  들[0064]

어, 열  도  착  들)에  상  열 도  값들  갖는 재료들  사 다.

[0088]  들에 , 지지 들(  들어,  1 지지  (433))  낮  열 도  값  갖는 재료[0065]

만들어진다.   들에 , 지지 들(  들어,  1 지지 (433))  어도 나는 약 0.3W/m·

k(watts per meter kelvin) 또는  미만  열 도  값  갖는다.   들에 , 낮  열 도  값  약

0.3W/m·k(watts per meter kelvin) 또는  미만 다.

[0089]  들에 , 열 산    어도 나는 어도 , 탄 , 그래 트 /또는 알루미늄 [0066]

나  포 는 재료  만들어진다.   들에 , 열 산  들  어도 나는  열 도  값

갖는 재료  만들어진다.   들에 , 열 산    어도 나는 약 300W/m·k 또는  과  열

도  값  갖는다.   들에 , 열 산    어도 나는 약 500W/m·k 또는  과  열 도

 값(  들어,  그래 트)  갖는다.    들에 ,   열 도  값  약 300W/m·k(watts  per

meter kelvin) 또는  과 다.

[0090]  들에 , 열    열 산    통   커 링 는  사 는 재료[0067]
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다.  열    들  , 에폭시,  진 착 (attach) 등  포 다.   들에

, 열   들  어도 나는 약 1.5W/m·k 또는  미만  열 도  값  갖는다.   

들에 , 열   들  어도 나는 약 0.7-1.5W/m·k  열 도  값  갖는다.

[0091]  들에 , 착  재료(  들어, 열  도  착  )  열 산    지지 [0068]

 커 링 는  사 는 재료 다.   들에 , 열   들  어도 나는 략 지지 

 열 도  값과 같거나 또는  과  열 도  값  갖는다.   들에 , 열   들

 어도 나는 략 열    열 도  값과 같거나 또는  미만  열 도  값  갖는다.

[0092] 상  열 도  값들  단지 들 , 다  열 산 에 사 는 재료들  들 열 도  값[0069]

들  갖는 재료들  지 않는다는 것  주 야 다.

시  다  열 산 [0070]

[0093] 도 4는  (400) 내   1 에 는 다  열 산 (430)  시 다.  특 ,[0071]

도 4는  (400)  후  과 리  (  들어,  ) 는 다  열 산 

(430)  시 다.  그러나, 다  열 산 는  (400) 내 에  다  에   

다.  특 ,  들에 ,   나 또는 그 과  들과 다  열 산  사 에 갭

(  들어, 에어 갭)    다.

[0094] 도 5는  (500) 내   2 에 는 다  열 산 (530)  포 는  [0072]

(500)  시 , 여   2 는 도 4   1  상 다.  

[0095]  들에 , 도 5  다  열 산 (530)는, 다  열 산 (530)가  [0073]

(500)에  상 게 포지 닝 다는  고, 도 4  다  열 산 (430)  사 다.

[0096] 도 5에 도시  것처럼,  (500)(  들어,  )는, (502), [0074]

(504), 후  (506), 닥  (508), 상단  (510)  포 다.   (500)는 또

PCB(printed circuit board)(520), 통  (522)(  들어, , 다 , 다  키지),  다  열 산

(530)(  들어, 열 산 )  포 다.

[0097]  들에 , 통  (522)는 열 생 컴포 트, 열 생 역 /또는  (500)[0075]

에  열  생시키도   역  다.   들에 , PCB(520)는 열 생 컴포 트, 열 생 

역 /또는  (500)에  열  생시키도   역  다.

[0098] PCB(520)는  1    1 과 는  2  갖는다.  통  (522)는  1 [0076]

  1  과 는  2   갖는다.  도 5에 도시  것처럼, 통  (522)   1  

PCB(520)   2 에 커 링 다.

[0099] 다  열 산 (530)는  1 열 산  (532),  1 지지 (533),   2 열 산  [0077]

(534)  포 다.  

[00100]  들에 , 열 산 (530) ,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0078]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 ( /또는 착

 재료들)에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산   가짐  달   다.

 들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산    열 도  값과 지지 

 낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

[00101] 도 5  에 ,  1 열 산  (532)     2 열 산  (534)  는  [0079]

(500)  상단  (510)  지 않는다.  ,  1 열 산  (532)과 상단  (510) 사 에 갭(

 들어, 에어 갭)  재 다.  사 게,  2 열 산  (534)과 상단  (510) 사 에 갭(  들어,

에어 갭)  재 다.  가 ,  2 열 산  (534)과  (500)  후  (506) 사  또

갭(  들어, 에어 갭)  재 다.  그러나,  1 열 산  (532)과  2 열 산  (534)  후  

(506) /또는 상단  (510)  지 않 라도, 열 생 역 /또는 열  생시키도   역

(  들어, 통  (522)  포 는 역)  열   (500)  후  (506) /

또는 상단  (510)  통  여  산    주 야 다.   들에 ,  (50

0)  과 다  열 산 (530) 사  갭 ,  (500)   폿 도 또는 원 않
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는 도에 도달 는 것  지 에  열 (thermal resistance)  공 다.

[00102] 약에 , 도 5는  1 열 산 단(  들어,  1 열 산  (532)),  1 지지 단(  들어,[0080]

 1 지지 (533)),   2 열 산 단(  들어,  2 열 산  (534))  포 는 (  들어,

다  열 산 (530),  (500))   시 다.   들에 , 열 산 단  어

도 나는  열 도  값  갖는다.   들에 , 지지 단  어도 나는 낮  열 도  값

갖는다.

[00103] 도 6  통  에 커 링  다  열 산  클 업도  시 다.  특 , 도 6  열[0081]

생 컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링  다  열 산 

(600)(  들어,  열  산 )  시 다.    들에 ,  열  생  컴포 트들  PCB(printed  circuit

board)(602)  /또는 통  (604)(  들어,  ,  다 ,  다  키지)   어도 나  포  

다.   들에 , 열 생 역  PCB(printed circuit board)(602) /또는 통  (604)(

들어, , 다 , 다  키지)  어도 나  포   다.   들에 , 열  생시키도  

역  PCB(printed circuit board)(602) /또는 통  (604)(  들어, , 다 , 다  키지) 

어도 나  포   다.

[00104] PCB(602)는  1    1 과 는  2  갖는다.  통  (604)는  1 [0082]

  1  과 는  2   갖는다.  도 6에 도시  것처럼, 통  (604)   1  

PCB(602)   2 에 커 링 다.

[00105] 다  열 산 (600)는  1 열 산  (606),  1 지지 (607),   2 열 산  [0083]

(608)  포 다.   1 열 산  (606)   1    1 과 는  2  갖는다.   1

지지 (607)는  1    1 과 는  2  갖는다.   2 열 산  (608)   1 

   1 과 는  2  갖는다.

[00106]  1 열 산  (606)   2   1 지지 (607)   1 에 커 링 다.   1 지지 [0084]

(607)   2   2 열 산  (608)   1 에 커 링 다.   들에 ,  1 지지 

(607)는 착  (  들어, 열  도  착  ) 다.

[00107]  들에 ,  1 열 산  (606)   1  열   재료(  들어, 열[0085]

도  착 )  통  통  (604)(  들어, 통  (604)   2 )에 커 링 다.  

 들에 ,  1 열 산  (606)   1  열 생 역 /또는 열  생시키도   역

(통  (604)  포 )에 커 링 다.

[00108]  들에 , 열 산 (600)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0086]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (607))에 커 링 는  열 도  값  갖는 열 산  (  들어, 열 산  (606))  가짐

 달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산    열

도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

[00109] 도 7  통    다  열 산  상  컴포 트들  립도  시 다.  특 , 도[0087]

7  다  열 산 (700)(  들어, 열 산 )  열 생 컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  

생시키도   역  시 다.    들에 ,  열  생  컴포 트들  PCB(printed  circuit

board)(702)  /또는 통  (704)(  들어,  ,  다 ,  다  키지)   어도 나  포  

다.   들에 , 열 생 역  PCB(printed circuit board)(702) /또는 통  (704)(

들어, , 다 , 다  키지)  어도 나  포   다.   들에 , 열  생시키도  

역  PCB(printed circuit board)(702) /또는 통  (704)(  들어, , 다 , 다  키지) 

어도 나  포   다.

[00110] PCB(702)는  1    1 과 는  2  갖는다.  통  (704)는  1 [0088]

  1  과 는  2   갖는다.  도 7에 도시  것처럼, 통  (704)   1  

PCB(702)   2 에 커 링 다.

[00111] 다  열 산 (700)는  1 열 산  (706),  1 지지 (707),   2 열 산  [0089]

(708)  포 다.   1 열 산  (706)   1    1 과 는  2  갖는다.   1
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지지 (707)는  1    1 과 는  2  갖는다.   2 열 산  (708)   1 

   1 과 는  2  갖는다.

[00112]  1 열 산  (706)   2   1 지지 (707)   1 에 커 링 다.   1 지지 [0090]

(707)   2   2 열 산  (708)   1 에 커 링 도  다.

[00113] 도 7에 도시  것처럼,  1 열 산  (706)   1  통  (704)(  들어, 통  [0091]

(704)   2 )에 커 링 도  다.   들에 ,  1 열 산  (706)   1 

통  (704)  포 는 열 생 역에 커 링 도  다.

[00114]  들에 , 열 산 (700)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0092]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (707))에 커 링 는  열 도  값  갖는 열 산  (  들어, 열 산  (706))  가짐

 달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산    열

도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

[00115] 도 4-7  단  통  (  들어, )에 커 링  다  열 산  시 다.  그러나,[0093]

 들에 , 다  열 산 는 나 보다 많  통  에 커 링  도 다.

[00116] 도 8  2개  통  들에 커 링  다  열 산  클 업도  시 다.  특 , 도[0094]

8  열 생 컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링  다  열 산 

(800)(  들어, 열 산 )  시 다.   들에 , 열 생 컴포 트들  PCB(printed circuit

board)(802),  1 통  (803)(  들어, , 다 , 다  키지) /또는  2 통  (805)

어도 나  포   다.   들에 , 열 생 역  PCB(printed circuit board)(802),  1 통

 (803)(  들어, , 다 , 다  키지)  /또는  2 통  (805)  어도 나  포

  다.   들에 , 열  생시키도   역  PCB(printed circuit board)(802),  1 통

 (803)(  들어, , 다 , 다  키지)  /또는  2 통  (805)  어도 나  포

  다.

[00117] PCB(802)는  1    1 과 는  2  갖는다.  통  (803)는  1 [0095]

  1 과 는  2  갖는다.   2 통  (805)는  1    1 과 는

 2  갖는다.  도 8에 도시  것처럼,  1 통  (803)   1  PCB(802)   2 에

커 링 다.  도 8  또 ,  2 통  (805)   1  PCB(802)   2 에 커 링 는 것

시 다.

[00118] 다  열 산 (800)는  1 열 산  (806),  1 지지 (807),   2 열 산  [0096]

(808)  포 다.   1 열 산  (806)   1    1 과 는  2  갖는다.   1

지지 (807)는  1    1 과 는  2  갖는다.   2 열 산  (808)   1 

   1 과 는  2  갖는다.

[00119]  1 열 산  (806)   2   1 지지 (807)   1 에 커 링 다.   1 지지 [0097]

(807)   2   2 열 산  (808)   1 에 커 링 다.   들에 ,  1 지지 

(807)는 착  (  들어, 열  도  착  ) 다.

[00120]  들에 ,  1 열 산  (806)   1  열   재료(  들어, 열[0098]

도  착 )  통   1 통  (803)(  들어, 통  (803)   2 )에 커 링 다.

 들에 ,  1 열 산  (806)   1  열   재료(  들어, 열  도

착 )  통   2 통  (805)(  들어,  2 통  (805)   2 )에 커 링 다.  

 들에 ,  1 열 산  (806)   1  어도  1 통  (803) /또는  2 통  

(805)  포 는  열  생  역에  커 링 다.    들에 ,   1  통  (803)는

CPU(central processing unit) ,  2 통  (805)는 GPU(graphical processing unit) 다.

[00121]  들에 , 열 산 (800)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0099]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (807))에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산  (  들어, 열 산  
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(806))  가짐  달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산

   열 도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

[00122] 도 9는 통    다  열 산  상  컴포 트들  립도  시 다.  특 , 도[0100]

9는 다  열 산 (900)(  들어, 열 산 )  열 생 컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  

생시키도   역  시 다.    들에 ,  열  생  컴포 트들  PCB(printed  circuit

board)(902),  1 통  (903)(  들어, , 다 , 다  키지) /또는  2 통  (905)

어도 나  포   다.   들에 , 열 생 역  PCB(printed circuit board)(902),  1 통

 (903)(  들어, , 다 , 다  키지) /또는  2 통  (905)  어도 나  포

  다.   들에 , 열  생시키도   역  PCB(printed circuit board)(902),  1 통

 (903)(  들어, , 다 , 다  키지) /또는  2 통  (905)  어도 나  포

  다.

[00123] PCB(902)는  1    1 과 는  2  갖는다.   1 통  (903)는  1[0101]

   1 과 는  2  갖는다.   2 통  (905)는  1    1 과 

는  2  갖는다.  도 9에 도시  것처럼,  1 통  (903)   1  PCB(902)   2

에 커 링 다.   2 통  (905)   1  또  PCB(902)   2 에 커 링 다.

[00124] 다  열 산 (900)는  1 열 산  (906),  1 지지 (907),   2 열 산  [0102]

(908)  포 다.   1 열 산  (906)   1    1 과 는  2  갖는다.   1

지지 (907)는  1    1 과 는  2  갖는다.   2 열 산  (908)   1 

   1 과 는  2  갖는다.

[00125]  1 열 산  (906)   2   1 지지 (907)   1 에 커 링 다.   1 지지 [0103]

(907)   2   2 열 산  (908)   1 에 커 링 도  다.

[00126] 도 9에 도시  것처럼,  1 열 산  (906)   1   1 통  (903)(  들어, 통[0104]

 (903)   2 )   2 통  (905)(  들어, 통  (905)   2 )에 커

링 도  다.   들에 ,  1 열 산  (906)   1  통  (903)  통

(905)  포 는 열 생 역에 커 링 도  다.

[00127]  들에 , 열 산 (900)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0105]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (907))에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산  (  들어, 열 산  

(906))  가짐  달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산

   열 도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

지지 들에  시  상들[0106]

[00128] 앞   것처럼, 다  열 산  상  들  상  크 들, 상들 /또는 들[0107]

 갖는 지지  가질  다.  도 10-14는 다  열 산  지지 에  상  크 들, 

상들 /또는 들  들  시 다.  도 10-14에 시 고  지지 들  본 개시내 에  

 다  열 산 에    다.  도 10-14에 도시  지지 들  단지 시  것  뿐

 다  크 들, 상들 /또는 들  갖는 다  지지 들  사  도 다는 것  주 어야 다.

[00129] 도 10  사각  상  갖는 지지 (1000)  시 다.  도 11   1 직사각    2 직[0108]

사각  포 는 지지 (1100)  시 다.  도 12는 원  링 상(  들어, 도  상)  갖는 지지

(1200)  시 다.  도 13  사각  열   개  사각 컬럼들  포 는 지지 (1300)

시 다.  도 14는 사각  열   개  원  컬럼들  포 는 지지 (1400)  시 다.

[00130]  들에 , 지지 들(1000, 1100, 1200, 1300 /또는 1400)  열  도  착  [0109]

다.

시  다  열 산 [0110]

[00131]  들에 , 열 산 는 2개 보다 많  열 산  들  가질 도 다.  도 15는 [0111]

(1502),  (1504), 후  (1506), 닥  (1508), 상단  (1510)  포 는 
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(1500)(  들어,  )  시 다.   (1500)는 또 , PCB(printed circuit

board)(1520), 통  (1522)(  들어, , 다 , 다  키지)  다  열 산 (1530)(

들어, 열 산 )  포 다.

[00132] 특 , 도 15는  (1500)  후  (1506)  상단  (1510)과 리  는[0112]

다  열 산 (1530)  시 다.   들에 , 다  열 산 는  (1500)

후  (1506) /또는 상단  (1510) 근처에(  들어, 아주 가 에)   지만,  

(1500)  후  (1506) /또는 상단  (1510)과는 리  지 않는다(  들어, 

지 않는다).  러  는 도 16에  가   것 다.

[00133] 다시 도 15  참 ,  들에 , 통  (1522)는 열 생 컴포 트, 열 생 역 /또[0113]

는  (1500)에  열  생시키도   역  다.   들에 , PCB(1520)는 열 

생 컴포 트, 열 생 역 /또는  (1500)에  열  생시키도   역  다.

[00134] PCB(1520)는  1    1 과 는  2  갖는다.  통  (1522)는  1 [0114]

   1 과 는  2  갖는다.  도 15에 도시  것처럼, 통  (1522)   1 

PCB(1520)   2 에 커 링 다.

[00135] 다  열 산 (1530)는  1 열 산  (1532),  1 지지 (1533),  2 열 산  [0115]

(1534),  2 지지 (1535)   3 열 산  (1536)  포 다.   1열 산  (1532)   1 

  1 과 는  2  갖는다.   1 지지 (1533)는  1    1 과 는 

2  갖는다.   2 열 산  (1534)   1    1 과 는  2  갖는다.   2

지지 (1535)는  1    1 과 는  2  갖는다.   3 열 산  (1536)   1

   1 과 는  2  갖는다.  도 15는  2 지지 (1535)가  1 지지 (1533)보

다  큰(  들어,  ,  ,  큰 직경,  큰 원주) 것  시 다.

[00136]  1 열 산  (1532)   2   1 지지 (1533)   1 에 커 링 다.   1 지지[0116]

(1533)   2   2 열 산  (1534)   1 에 커 링 다.   2 열 산  (1534)  

2   2 지지 (1535)   1 에 커 링 다.   2 지지 (1535)   2   3 열 산

 (1536)   1  에 커 링 다.   들에 ,  1  지지 (1533)  /또는  2 지지 

(1535)는 열  도  착  다.

[00137] 도 15에 도시  것처럼,  1 열 산  (1532)   1  통  (1522)(  들어, 통[0117]

(1522)   2 )에 커 링 다.   들에 ,  1 열 산  (1532)  열   재

료(  들어, 열  도  착 )  통  통  (1522)에 커 링 다.   들에 ,  1

열 산  (1532)   1  통  (1522)  포 는 열 생 역에 커 링 다.  가 ,  3

열 산  (1536)   2   (1500)  후  (1506)   1 (  들어, 내  

)에 커 링 다.   들에 ,  1 열 산  (1532)  ,  2 열 산  (1534)  , /

또는  3 열 산  (1536)  는  (1500)  상단  (1510)   1 (  들어, 내

 )에 커 링   다.

[00138] 도 15에 가  도시  것처럼, 다  열 산 (1530)는, 열 생 역(  들어, 통  [0118]

(1522)  포 는 역)  열  열 산 (1530)   그리고 직  산시키

는 식  다.  , 열 생 역  열   1 열 산  (1532),  2 열 산  

(1534)   3 열 산  (1536)   (1500)  내  역   산   다.

 들에 , 열 생 역  열  또  상단  (1510)  통  산   다.  열 생 역

 열  또  단  (1506)  통  산   다.

[00139] , 도 15에 도시  것처럼, 다  열 산 (1530)는, 체 (또는 주 )  [0119]

(1500)  후  (1506)  통 는 신, 상  들 /또는 들  통  열  산  산시키도

다.   ,  그 지 않  경우 후  (1506)  통  산 었  열  는   

(1500)  내  그리고/또는   상단  (1510)  통  산 다.  게 ,  

(1500)  후  (1506)  도 계 (  들어,  (1500)  사 에게 편안  주거

나 가능  도 계 )보다  도에 도달 는 것  지 /또는 감 다.

[00140]  들에 , 열 산 (1530)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0120]
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는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (1533))에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산  (  들어, 열 산  

(1532))  가짐  달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산

   열 도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

[00141] 상  들 ,  1 열 산  (1532),  1 지지 (1533),  2 열 산  (1534),  2[0121]

지지 (1535)    3  열 산  (1536)에  동  또는 상  재료들  사   다.  

들어,  들에 ,  1 열 산  (1532),  1 지지 (1533),  2 열 산  (1534),  2 지

지 (1535), /또는  3 열 산  (1536)  어도  /또는 알루미늄  나  포 는 재료

만들어질  다.   들에 ,  1 열 산  (1532)   1 열 도  값  갖고,  1 지지 

(1533)는  2 열 도  값  갖고,  2 열 산  (1534)   3 열 도  값  갖고,  2 지지 

(1535)는  4 열 도  값  갖고, 그리고  3 열 산  (1536)   5 열 도  값  갖는다.  특  재

료에  특  열 도  값  특  재료가 열  얼마나  도 는지 또는 얼마나  도 지 못 는지

량 다.

[00142]  들에 ,  1 지지 (1533) /또는  2 지지 (1535)  재료, 상 /또는 열 도[0122]

 값 , 열 생 역(  들어, 통  (1522)  포 는 역)  열  주 (또는 )

 1 열 산  (1532) /또는  2 열 산  (1534)  통  산 도  택 다.   들에 , 

1 지지 (1533)는 열 생 역  열  열 (  들어, 열 산  직 열 )  

공 도  , 는  1 열 산  (1532)  통   많  열  산 게(  들어,  열  

산 게)  것 다.  직 열  공 는  근 식  열 산  직 열  시키는

통상  근 식들에 직  상 다.   들에 ,  1 지지 (1533)   2 열 도  

1 열 산  (1532)   1 열 도 보다 다.  

[00143]  들에 ,  2 지지 (1535)는 열 생 역  열  열 (  들어, 열 산[0123]

 직 열 )  공 도  , 는  2 열 산  (1534)  통   많  열  산

게  것 다.   들에 ,  2 지지 (1535)   4 열 도   2 열 산  (1534)   3

열 도 보다 다.

[00144]  1 지지 (1533) /또는  2 지지 (1535)가 없는 것보다는 지만, 열   3 열 산[0124]

(1536)  후  (1506)  통  여  산    주 야 다.  지지 들에  상

상들  들  도 10-14에  가    시 다.

[00145] 약에 , 도 15는  1 열 산 단(  들어,  1 열 산  (1532)),  1 지지 단(  들[0125]

어,  1 지지 (1533)),  2 열 산 단(  들어,  2 열 산  (1534)),  2 지지 단(  들

어,  2 지지 (1535)),   3 열 산 단(  들어,  3 열 산  (1536))  포 는 (

들어, 다  열 산 (1530),  (1500))   시 다.   들에 , 열 산 단

 어도 나는  열 도  값  갖는다.   들에 , 지지 단  어도 나는 낮  열 도

값  갖는다.

시  다  열 산 [0126]

[00146] 도 15는  (1500) 내   1 에 는 다  열 산 (1530)  시 다.  특[0127]

, 도 15는  (1500)  후  과 리  는 다  열 산 (1530)  시

다.  그러나, 다  열 산 는  (1500) 내 에  다  에   다.  특 , 

 들에 ,   나 또는 그 과  들과 다  열 산  사 에 갭(  들어,

에어 갭)    다.

[00147] 도 16   (1600) 내   2 에 는 다  열 산 (1630)  포 는 [0128]

(1600)  시 , 여   2 는 도 15   1  상 다.  

[00148]  들에 , 도 16  다  열 산 (1630)는, 다  열 산 (1630)가  [0129]

(1600)에  상 게 포지 닝 다는  고, 도 15  다  열 산 (1530)  사 다.  

[00149] 도 16  (1602),  (1604), 후  (1606), 닥  (1608),  상단  [0130]

(1610)  포 는  (1600)(  들어,  )  시 다.   (1600)는
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또  쇄  보드(PCB)(1620), 통  (1622)(  들어, , 다 , 다  키지),  다  열 산

(1630)(  들어, 열 산 )  포 다.

[00150]  들에 ,  통  (1622)는  열  생  컴포 트,  열  생  역  /또는   [0131]

(1600)에  열  생시키도   역  다.   들에 , PCB(1620)는 열 생 컴포 트, 열

생 역 /또는  (1600)에  열  생시키도   역  다.

[00151] 다  열 산 (1630)는  1 열 산  (1632),  1 지지 (1633),  2 열 산  [0132]

(1634)   2  지지 (1635)    3  열 산  (1636)  포 다.   들에 ,  1 지지 

(1633) /또는  2 지지 (1635)는 열  도  착  다.

[00152]  들에 , 열 산 (1630)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0133]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 ( /또는 착

 재료들)에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산   가짐  달   다.

 들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산    열 도  값과 지지 

 낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

[00153] 도 16   (1600) 내   2 에 는 다  열 산 (1630)  포 는 [0134]

(1600)  시 , 여   2 는 도 15   1  상 다.   에 ,  1 열 산

(1632)  ,  2 열 산  (1634)     3 열 산  (1636)   (1600)  상단

 (1610)  지 않는다.  사 게,  3 열 산  (1636)   (1600)  후  

(1606)  지 않는다.  ,  (1600)  과  3 열 산  (1636) 사 에 갭(  들어,

에어 갭)  재 다.  그러나,  1 열 산  (1632),  2 열 산  (1634)   3 산  (1636)

후  (1606) /또는 상단  (1610)  지 않 라도, 열 생 역(  들어, 통  

(1622)  포 는 역)  열   (1600)  후  (1606) /또는 상단  (161

0)  통  여  산  것  주 어야 다.

[00154] 약에 , 도 16   1 열 산 단(  들어,  1 열 산  (1632)),  1 지지 단(  들[0135]

어,  1 지지 (1633)),  2 열 산 단(  들어,  2 열 산  (1634)),  2 지지 단(  들

어,  2 지지 (1635)),   3 열 산 단(  들어,  3 열 산  (1636))  포 는 (

들어, 다  열 산 (1630),  (1600))   시 다.   들에 , 열 산 단

 어도 나는  열 도  값  갖는다.   들에 , 지지 단  어도 나는 낮  열 도

값  갖는다.

[00155] 도 17  통  에 커 링  다  열 산  클 업도  시 다.  특 , 도 17[0136]

열 생 컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링  다  열 산 

(1700)(  들어,  열  산 )  시 다.    들에 ,  열  생  컴포 트들  PCB(printed  circuit

board)(1702) /또는 통  (1704)(  들어, , 다 , 다  키지)  어도 나  포   

다.   들에 , 열 생 역  PCB(printed circuit board)(1702) /또는 통  (1704)(

들어, , 다 , 다  키지)  어도 나  포   다.

[00156] PCB(1702)는  1    1 과 는  2  갖는다.  통  (1704)는  1 [0137]

   1 과 는  2  갖는다.  도 17에 도시  것처럼, 통  (1704)   1 

PCB(1702)   2 에 커 링 다.

[00157] 다  열 산 (1700)는  1 열 산  (1706),  1 지지 (1707),  2 열 산  [0138]

(1708),  2 지지 (1709)   3 열 산  (1710)  포 다.   1 열 산  (1706)   1 

   1 과 는  2  갖는다.   1 지지 (1707)는  1    1 과 는

 2  갖는다.   2 열 산  (1708)   1    1 과 는  2  갖는다.  

2 지지 (1709)는  1    1 과 는  2  갖는다.   3 열 산  (1710)  

1    1 과 는  2  갖는다.  도 17   2 지지 (1709)가  1 지지 (1707)

보다  큰(  들어,  ,  ,  큰 직경,  큰 원주) 것  시 다.

[00158]  1 열 산  (1706)   2   1 지지 (1707)   1 에 커 링 다.   1 지지[0139]

(1707)   2   2 열 산  (1708)   1 에 커 링 다.   2 열 산  (1708)  
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2   2 지지 (1709)   1 에 커 링 다.   2 지지 (1709)   2   3 열 산

 (1710)   1  에 커 링 다.   들에 ,  1  지지 (1707)  /또는  2 지지 

(1709)는 열  도  착  다.

[00159] 도 17에 도시  것처럼,  1 열 산  (1706)   1  통  (1704)(  들어, 통[0140]

(1704)   2 )에 커 링 다.   들에 ,  1 열 산  (1706)  열   재

료(  들어, 열  도  착 )  통  통  (1704)에 커 링 다.   들에 ,  1

열 산  (1706)   1  통  (1704)  포 는 열 생 역에 커 링 다.

[00160]  들에 , 열 산 (1700)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0141]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (1706))에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산  (  들어, 열 산  

(1707))  가짐  달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산

   열 도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

[00161] 도 18  통    다  열 산  상  컴포 트들  립도  시 다.  특 ,[0142]

도 18  열 생 컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링  다  열 산

(1800)(  들어,  열  산 )  시 다.    들에 ,  열  생  컴포 트들  PCB(printed

circuit board)(1802) /또는 통  (1804)(  들어, , 다 , 다  키지)  어도 나  포

  다.    들에 ,  열 생 역  PCB(printed  circuit  board)(1802)  /또는 통  

(1804)(  들어, , 다 , 다  키지)  어도 나  포   다.

[00162] PCB(1802)는  1    1 과 는  2  갖는다.  통  (1804)는  1 [0143]

   1 과 는  2  갖는다.  도 18에 도시  것처럼, 통  (1804)   1 

PCB(1802)   2 에 커 링 다.

[00163] 다  열 산 (1800)는  1 열 산  (1806),  1 지지 (1807),  2 열 산  [0144]

(1808),  2 지지 (1809)   3 열 산  (1810)  포 다.   1 열 산  (1806)   1 

   1 과 는  2  갖는다.   1 지지 (1807)는  1    1 과 는

 2  갖는다.   2 열 산  (1808)   1    1 과 는  2  갖는다.  

2 지지 (1809)는  1    1 과 는  2  갖는다.   3 열 산  (1810)  

1    1 과 는  2  갖는다.  도 18   2 지지 (1809)가  1 지지 (1807)

보다  큰(  들어,  ,  ,  큰 직경,  큰 원주) 것  시 다.

[00164]  1 열 산  (1806)   2   1 지지 (1807)   1 에 커 링 다.   1 지지[0145]

(1807)   2   2 열 산  (1808)   1 에 커 링 도  다.   2 열 산  

(1808)   2   2 지지 (1809)   1 에 커 링 다.   2 지지 (1809)   2 

 3 열 산  (1810)   1 에 커 링 도  다.

[00165] 도 18에 도시  것처럼,  1 열 산  (1806)   1  통  (1804)(  들어, 통[0146]

(1804)   2 )에 커 링 도  다.   들에 ,  1 열 산  (1806)   1 

 통  (1804)  포 는 열 생 역에 커 링 도  다.  

[00166]  들에 , 열 산 (1800)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0147]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (1806))에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산  (  들어, 열 산  

(1807))  가짐  달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산

   열 도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

시  다  열 산 [0148]

[00167] 도 19는 2개  통  에 커 링  다  열 산  클 업도  시 다.  특 , 도[0149]

19는 열 생 컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링  다  열 산 

(1900)(  들어, 열 산 )  시 다.   들에 , 열 생 컴포 트들  PCB(printed circuit

board)(1902),   1  통  (1903)(  들어,  ,  다 ,  다  키지)  /또는  2  통  
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(1905)   어도  나  포   다.    들에 ,  열  생  역  PCB(printed  circuit

board)(1902) /또는 통  들(1903 /또는 1905)(  들어, , 다 , 다  키지)  어도 나

 포   다.

[00168] PCB(1902)는  1    1 과 는  2  갖는다.   1 통  (1903)는 [0150]

1    1 과 는  2  갖는다.  도 19에 도시  것처럼,  1 통  (1903)  

1  PCB(1902)   2 에 커 링 다.   2 통  (1905)는  1    1 과 

는  2  갖는다.  도 19에 도시  것처럼,  2 통  (1905)   1  PCB(1902)   2

에 커 링 다.

[00169] 다  열 산 (1900)는  1 열 산  (1906),  1 지지 (1907),  2 열 산  [0151]

(1908),  2 지지 (1909)   3 열 산  (1910)  포 다.   1 열 산  (1906)   1 

   1 과 는  2  갖는다.   1 지지 (1907)는  1    1 과 는

 2  갖는다.   2 열 산  (1908)   1    1 과 는  2  갖는다.  

2 지지 (1909)는  1    1 과 는  2  갖는다.   3 열 산  (1910)  

1    1 과 는  2  갖는다.  도 19는  2 지지 (1909)가  1 지지 (1907)

보다  큰(  들어,  ,  ,  큰 직경,  큰 원주) 것  시 다.

[00170]  1 열 산  (1906)   2   1 지지 (1907)   1 에 커 링 다.   1 지지[0152]

(1907)   2   2 열 산  (1908)   1 에 커 링 다.   2 열 산  (1908)  

2   2 지지 (1909)   1 에 커 링 다.   2 지지 (1909)   2   3 열 산

 (1910)   1  에 커 링 다.   들에 ,  1  지지 (1907)  /또는  2 지지 

(1909)는 열  도  착  다.

[00171] 도 19에 도시  것처럼,  1 열 산  (1906)   1   1 통  (1903)(  들어,[0153]

통  (1903)   2 )   2 통  (1905)에 커 링 다.   들에 ,  1 열 

산  (1906)  열   재료(  들어,  열  도  착 )  통   1  통  

(1903) /또는  2 통  (1905)에 커 링 다.   들에 ,  1 열 산  (1906)   1

  1 통  (1903) /또는  2 통  (1905)  포 는 열 생 역에 커 링 다.

[00172]  들에 , 열 산 (1900)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0154]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (1907))에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산  (  들어, 열 산  

(1906))  가짐  달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산

   열 도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

[00173] 도 20  통    다  열 산  상  컴포 트들  립도  시 다.  특 ,[0155]

도 20  열 생 컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링  다  열 산

(2000)(  들어,  열  산 )  시 다.    들에 ,  열  생  컴포 트들  PCB(printed

circuit board)(2002),  1 통  (2003) /또는  2 통  (2005)(  들어, , 다 , 다

 키지)   어도  나  포   다.    들에 ,  열  생  역  PCB(printed  circuit

board)(2002),   1  통  (2003) /또는   2  통  (2005)(  들어,  ,  다 ,  다

키지)  어도 나  포   다.

[00174] PCB(2002)는  1    1 과 는  2  갖는다.   1 통  (2003)는 [0156]

1    1 과 는  2  갖는다.  도 20에 도시  것처럼,  1 통  (2003)  

1  PCB(2002)   2 에 커 링 다.   2 통  (2005)는  1    1 과 

는  2  갖는다.  도 20에 도시  것처럼,  2 통  (2005)   1  PCB(2002)   2

에 커 링 다.

[00175] 다  열 산 (2000)는  1 열 산  (2006),  1 지지 (2007),  2 열 산  [0157]

(2008),  2 지지 (2009)   3 열 산  (2010)  포 다.   1 열 산  (2006)   1 

   1 과 는  2  갖는다.   1 지지 (2007)는  1    1 과 는

 2  갖는다.   2 열 산  (2008)   1    1 과 는  2  갖는다.  
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2 지지 (2009)는  1    1 과 는  2  갖는다.   3 열 산  (2010)  

1    1 과 는  2  갖는다.  도 20   2 지지 (2009)가  1 지지 (2007)

보다  큰(  들어,  ,  ,  큰 직경,  큰 원주) 것  시 다.

[00176]  1 열 산  (2006)   2   1 지지 (2007)   1 에 커 링 다.   1 지지[0158]

(2007)   2   2 열 산  (2008)   1 에 커 링 도  다.   2 열 산  

(2008)   2   2 지지 (2009)   1 에 커 링 다.   2 지지 (2009)   2 

 3 열 산  (2010)   1 에 커 링 도  다.

[00177] 도 20에 도시  것처럼,  1 열 산  (2006)   1   1 통  (2003)(  들어,[0159]

통  (2003)   2 ) /또는  2 통  (2005)에 커 링 도  다.   들

에 ,  1 열 산  (2006)   1   1 통  (2003) /또는  2 통  (2005)

포 는 열 생 역에 커 링 도  다.  

[00178]  들에 , 열 산 (2000)는,  열 산  시키고, 직 열 산  (또[0160]

는 어도 직 열 산  감 )시키는 식  , 는   상에  폿 크 

도들  가능  감 시킬 것 다.   들에 , 는 낮  열 도  값  갖는 지지 (  들어, 지

지 (2007))에 커 링 는  열 도  값  갖는 어도 나  열 산  (  들어, 열 산  

(2006))  가짐  달   다.   들에 , 열 산    지지 에  재료들  열 산

   열 도  값과 지지  낮  열 도  값 간  차  시키도  택 다.

다  열 산    시  [0161]

[00179] 도 21   들에  다  열 산  공/   시   시 다.  도[0162]

21   본 개시내 에  는  다  열 산 들  는  사   다.

[00180] 도 21에 도시  것처럼,  (2105에 )  1 열 산   공 다.   1 열 산    1[0163]

   1 과 는  2  포 다.   들에 ,  1 열 산   공 는 것

 1 열 산   / 는 것  포 다.   들에 ,  1 열 산    열 도  열

산  다.   또  (2110에 )  1 열 산    1 상에  1 지지  공 다.  

 들에 ,  1 지지  공 는 것   1 열 산    1 상에  1 지지  /

고 그리고 커 링(  들어, ) 는 것  포 다.   들에 , 착  (  들어, 열

도  착 )   1 열 산  상에  1 지지  커 링 는  사 다.   들에 ,  1

지지 는 열  도  착  다.   들에 ,  1 지지 는 낮  열 도  지지 

다.

[00181]  (2115에 )  1 지지 상에  2 열 산   공 다.   들에 ,  2 열 [0164]

산   공 는 것   1 지지 상에  2 열 산   / 고 그리고 커 링(  들어, 

) 는 것  포 다.   들에 , 착  (  들어, 열  도  착 )   2 열 산

  1 열 지지 에 커 링 는  사 다.   들에 ,  2 열 산    열 도  열

산  다.

[00182]  가  (2120에 )  2 열 산  상에  2 지지  공 다.   들에 ,  2[0165]

지지  공 는 것   2 열 산    2 지지  / 고 그리고 커 링(  들어, 

) 는 것  포 다.   들에 ,  2 지지 는  1 지지 보다  크다(  들어,  ,

 ,  큰 직경,  큰 원주).   들에 , 착  (  들어, 열  도  착 )   2

지지   2 열 산  에 커 링 는  사 다.   들에 ,  2 지지 는 열  도

 착  다.   들에 ,  2 지지 는 낮  열 도  지지 다.

[00183]  (2125에 )  2 지지 상에  3 열 산   공 다.   들에 ,  3 열 [0166]

산   공 는 것   2 지지 상에  3 열 산   / 고 그리고 커 링(  들어, 

) 는 것  포 다.   들에 , 착  (  들어, 열  도  착 )   3 열 산

  2 지지 에 커 링 는  사 다.   들에 ,  3 열 산    열 도  열 

산  다.

[00184]  들에 ,  1 열 산  ,  1 지지 ,  2 열 산  ,  2 지지 ,   3[0167]
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열 산    에    는 다  열 산  다.

[00185]  들에 ,  가 , (2130에 ) 다  열 산   1 열 산   열 생[0168]

컴포 트들, 열 생 역 /또는 열  생시키도   역에 커 링   다.   들에 , 열

생 컴포 트는 통  (  들어, 다 , 다  키지) /또는 PCB(printed circuit board)  포

다.   들에 , 열 생 역  통  (  들어, 다 , 다  키지) /또는 PCB(printed

circuit board)  포 다.

  도 들[0169]

[00186] 도 22, 23  24는 3개   들에  3개  도 들  시 다.  도 22는 통[0170]

에 커 링  열 산 가 없는   도  시 다.  도 22는 통  

  도(통상   도(junction temperature)라 림)가 씨 약 114.1도  시 다.  도 22는

또 , 단   열 산  갖는     도가 씨 64.2도  시 다.  

[00187] 도 23  통  에 커 링  단   열 산  갖는   도  시[0171]

다.  도 23  통    도가 씨 약 63.7도  시 다.  도 23는 또 , 단   열 산

갖는     도가 씨 47.7도  시 다.

[00188] 도 24는 통  에 커 링  다  열 산  포 는   도 [0172]

 시 다.  도 24에 도시  것처럼, 통    도는 씨 약 71.1도 다.  도 24는 또  다

열 산  갖는     도가 씨 44.7도  시 다.   들에 , 본

개시내 에  것처럼, 다  열 산 는, 도 23에 도시  것과 같 , 단   열 산 보

다, 통   열    통    그리고 보다 과  산  산시키는 업

 다.

[00189] 라 , 도 24는, 본 개시내  다  열 산 들 , 통   열  감 시키[0173]

, 동시에  (  들어,  )  사 에  느껴지는 열 /또는 도  시

키는  그리고 직 (counter intuitive) 식/  공 는  시 다.  특 , 도 23 

24는, 단   열 산  동 , 사  또는 에  만  크  다  열 산 가 

   도가 도 계   가 지 않고 통   열  산시키는 보다 

과 고  업    는  시 다.

시  다  열 산 [0174]

[00190] 본 개시내 에 , 다  열 산  다  들, 실시 들  들  었다.  [0175]

들에 , 다  열 산  다  들  본 개시내  신  탈 지 않고   다.

[00191] 도 25는 라미드  갖는 다  열 산 (2500)  시 다.  도 25에 도시  것처럼, 다[0176]

 열 산 (2500)는  1 열 산  (2506),  1 지지 (2507),  2 열 산  (2508), 

2 지지 (2509)   3 열 산  (2510)  포 다.  도 25는  2 지지 (2509)가  1 지지 

(2507)보다  큰(  들어,  ,  ,  큰 직경,  큰 원주) 것  시 다.

[00192]  들에 , 라미드 에 ,  1 열 산  (2506)  크 는  2 열 산  (2508)[0177]

크 보다 크다.   2 열 산  (2508)는  3 열 산  (2510)보다 크다.

[00193]  들에 , 다  열 산 는  라미드  가질  다.  러  에 ,[0178]

 1 열 산   크 는  2 열 산   크 보다  도 다.   들에 ,  2 열 산

 크 는  3 열 산   크 보다  도 다.

[00194]  들에 , 열 산  들  어도 나는  열 도  값  갖는다.   들에 ,[0179]

지지 들  어도 나는 낮  열 도  값  갖는다.

[00195] 본 개시내  사각 상  갖는 것  열 산   시 다.  그러나, 상  들  상[0180]

 상들  가질  다.   들어,  들에 , 나 또는 그 과  열 산  들  직사각 상,

타원 상 /또는 원  상  가질  다.

[00196] 가 , 열 산   사  또는 상  께  가질  다.  ,  1 열 산    1 [0181]

께  가질  고,  2 열 산    1 께  동 거나 상   는  2 께  가질  다.
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[00197]  들에 , 열 산    트  들  포   다.  도 26  들  포 는 열 [0182]

산  (2600)   시 다.   들에 , 열 산   나 또는 그 과  들 , 열 산  

  가시킴 , 열 산    열 산  개 시킬  다.  도 26에 도시  것처럼, 열

산  (2600)  열 산  (2600)   1 상에  1 트  들(2602)  포 다.  열 산  

(2600)  또  열 산  (2600)   2 상에  2 트  들(2604)  포 다.   들에 , 

1 트  들(2602)   2 트  들(2604)  열 산  (2600)에 는 그루브들(grooves) 다.  

들에 , 열 산  (2600)  어도 나는  열 도  값  갖는다.   들에 , 열 산

(2600)  본 개시내 에   다  열 산 에    다.

[00198] 본 개시내   1 열 산 단,  1 지지 단,  2 열 산 단,  2 지지 단,   3 열[0183]

산 단  포 는 다  상  들(  들어, 다  열 산 )  시 다.  상  들

열 산 단  지지 단  상  들    다.  열 산 단 , 열   보다 

 /또는  가  람직   2 (  들어, 2차 열 ) 사 에  열  동시키는 열

산  , 열 산  , , 트 싱크(heat sink), /또는  1 (  들어, 열 )  포  

다.

시   들[0184]

[00199] 도 27 , 앞  언  도체 , 집  , 다 , 포 , 키지 /또는 열 산 [0185]

  것과 통   는 다양   들  시 다.   들어,  (2702), 랩톱 컴

퓨 (2704),  고   단말(2706)  본원에  것처럼 집  (IC)(2700)(또는 열 산 

포 는 통  )  포   다.  IC(2700)는,  들어, 본원에  집  들, 다 들 또는

키지들   것   다.  도 27에 시  들(2702, 2704, 2706)  단지 시 다.  다  

 들  또 ,  는 것  아니지만,  , 드-헬드 PCS(personal communication

systems) 닛들,  개  보 단말  같    닛들, GPS 에 블드 들, 비게

 들, 톱 들, 직 어들, 비  어들, 엔 트 닛들, 검  비  같

 고    닛들, 통신 들, 마트폰들, 블릿 컴퓨 들 또는  또는 컴퓨  

들   또는 리트리브 는  다  들, 또는 들    포 는 IC(2700)  특징

   다.

[00200] 도 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 /또[0186]

는 27에 시  컴포 트들, 단계들, 특징들 /또는 능들  나 또는 그 과  것  단  컴포 트, 단계

특징 또는 능  재 열 /또는   거나 또는 여러 컴포 트들, 단계들, 또는 능들   

다.  가  엘리 트들, 컴포 트들, 단계들 /또는 능들  또  본 개시내  탈 지 않고 가  

다.  도 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 /또는

27  본 개시내 에  들  는  다 들 /또는 IC들  지 않는다는 것  또  주

어야 다.   들에 , 도 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26 /또는 27  본 개시내 에  들  는  통   , 생 , 공

/또는 산 는    다.   들에 , 통  는 다  키지, 집  (IC), 통  

키지 , 웨 , SoC(system-on-chip), /또는 도체  포   다.  

[00201] " 시 " 란 어는 본원에  " , 사 , 또는 시  능 는"  미 도  사 다.  " 시[0187]

"  본원에  는   또는 양상  본 개시내  다  양상들에 비  드시 거나 

람직  것  는 것  아니다.  마찬가지 , "양상들" 란 어는 본 개시내  든 양상들  

특징,  또는 동  드  포 는 것  는 것  아니다.  "커 링 " 란 어는 본원에  2개  

체들 간  직  또는 비간  커 링  지 는  사 다.   들어, 체 A가 체 B  리  

고 그리고 체 B가 체 C  , 체 A  체 C는 ― 들  리  직   지 않 라도

―  여  커 링 는 것  간주   다. 

[00202] 또 , 실시 들  도, 도, 도, 또는 블 도  도시     다는 것[0188]

주 다.  도가 차   동 들    지만, 다  동 들  병 여 또는 동시에

  다.  가 , 동 들  는 재 열   다.  는 그  동 들  료   료 다.

[00203] "열  생시키는 역" 란 어는,  동   ,   또는   열  생시킬[0189]
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 고 그리고/또는 열  생시키도   나 또는 그 과  컴포 트,  /또는 듈  포 는

역  미 도  도 다.  고   어  열도 생 지 않는 컴포 트는, 컴포 트가 (

들어, 실 )    컴포 트가 열  생시킬 경우 열  생 도   컴포 트  고   다.  

 들에 , "열  생시키도   역"  "열  생시키도   컴포 트"  미 는 것

도 다.

[00204] 본원에  본 개시내  다양  특징들  본 개시내  탈 지 않는 다  시 들에  [0190]

 다.  본 개시내   양상들  단지 들  본 개시내  는 것  지 않는다는 것

주 야  다.   본  개시내  양상들   시 는  것  도  청 들   지

않는다.  , 본 시들  다  타 들  들에 게    다  안들, 변경들  변

들  당업 들에게  것 다.

도

도 1

도 2
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도 5
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